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要  旨  
近年，マイクロマシンの開発等にみられる小型精密技術の進歩により注目を浴
びているマイクロマテリアルの機械的特性を評価するための試験方法は未だJIS
等で規格化されておらず，信頼性の高いデータが得られていないのが現状である．
我々はマイクロマテリアルの中でも特に，エレクトロニクス分野にてさらに微小
化が進むボンディングワイヤーに着目をした．現在，このボンディングワイヤー
の機械的特性の評価方法は規格化されていない．  
本研究では，直径20µm及び直径50µmのCuボンディングワイヤー，直径20µmの
Au及びAl/Si 1%のボンディングワイヤーの4種類を供試材として(D20Cu-Wire，
D50Cu-Wire，D20 Au-Wire，D20 Al/Si-Wire)，信頼性の高い機械的特性のデータを
得るための引張および疲労試験方法の開発・検討を行い，引張強度特性に及ぼす
直径や標点間距離の影響について検討を行った．その結果，以下の結言を得た．
1. 組織観察を行った結果，D20Cu-Wire の結晶粒径は約 2µm，D50Cu-Wire の結晶
粒径は約 6µm であり，D20Cu-Wire，D50Cu-Wire，D20Au-Wire はともに単位断
面積に含まれる結晶粒の数が非常に少ない．また，D50Cu-Wire は引張軸方向に
対して[111]面に配向する結晶粒が多く，異方性が存在する．  
2. 引張試験結果より，4 種類の供試材全て G.L.=20mm の試験片の 0.1%耐力の値
が最も大きい．これは，極細線の単位断面に含まれる結晶粒の数が少なく，組織
の不均一性や異方性によるものと考えられる．  
3. D20Cu-Wire，D20Au-Wire，D20Al/Si-Wire のヤング率の値は標点間距離に関わ
らずほぼ等しくなった．これより，精度の良いヤング率が測定できている．D50
Cu-Wire のヤング率は，標点間距離により若干の差異が生じた．これは D50
Cu-Wire の弾性限度は低く，また弾性域が実験誤差等の影響で若干非線形である
ことが要因と考えられる． D20Cu-Wire のヤング率は約 110GPa，D50Cu-Wire の
ヤング率は約 80GPa となり，また銅バルク材のヤング率は 129.8GPa と差異があ
った．これは ,供試材ごとの冷間加工度の違いによる結晶粒の異方性，及び強ひ
ずみ加工による転位密度の違いがヤング率の値に影響していると考えられる．  
4. 引張強度は，標点間距離の違いによる引張強度の差は約 1%以下であり，試験
片の寸法効果は見られなかった．  
5. 引張破断面観察の結果，全ての供試材において，ネッキングにより断面積が収
縮した後，破断に至っており，チゼルポイント型破壊であった．介在物等による
破壊起点は一切見られなかった．  
6. D50Cu-Wireの疲労試験結果より，106回疲労強度は177.5MPaであり，これを引
張強度で除した値は約0.9と高いことがわかった．疲労破断面観察結果より，
D50Cu- Wireの疲労破断面は引張破断面と同様にネッキングを起こし，断面積が
収縮した後，破断に至っていた．  
 
